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DESCRIPCION
Procedimiento y dispositivo para el laminado de una placa de sustrato con una lamina de plastico
Campo de la invencion

La invencion se refiere a un procedimiento para el laminado de una placa de sustrato con una lamina de plastico, en
el que se realizan las siguientes etapas:

a) aplicacion de un adhesivo sin contacto por medio de aplicacion con toberas sobre el lado trasero de la lamina de
plastico;

b) laminacion de la lamina de plastico sobre la placa de sustrato por medio de un rodillo de laminacion y un contra
rodillo de presidn opuesto al rodillo de laminacién en el lado trasero de la placa de sustrato.

La invencién se refiere, ademas, a un dispositivo para el laminado de una placa de sustrato con una lamina de
plastico, que presenta un dispositivo de aplicacién de adhesivo, una estacion de laminacién con un rodillo de
laminacién y un contra rodillo opuesto al rodillo de laminacién, asi como a una instalacién de transporte para las
placas de sustrato.

Estado de la técnica

Se conoce a partir del documento DE 10 2006 007 869 Al un procedimiento y un dispositivo para al laminado de
una lamina de plastico sobre una placa de sustrato, por ejemplo una placa de material de madera, en particular para
la generacion de una superficie de alto brillo. La lamina de plastico, por ejemplo una lamina de PET, se somete en
este caso sobre su lado trasero dirigido hacia la placa de sustrato a un tratamiento de color. A continuacion se aplica
un adhesivo, por ejemplo a través de aplicacion de toberas sin contacto sobre la lamina pretratada. En una etapa
siguiente se realiza entonces una laminacién de la lamina de plastico sobre la placa de sustrato por medio de un
rodillo de laminacion y de un contra rodillo de presién opuesto al rodillo de laminacién en el lado trasero de la placa
de sustrato.

En el procedimiento conocido se ha mostrado que especialmente en el caso de utilizacion de placas de sustrato de
materiales de madera con una superficie de plastico durante la laminacion con laminas de PET de alto brillo resulta
una tasa de desecho relativamente alta con defectos superficiales.

Ademas, se conoce a partir del documento DE 10 2005 055 295 Al un procedimiento y un dispositivo para el
revestimiento o bien la laminacién de un material de soporte metdlico con un material de recubrimiento en forma de
banda, por ejemplo lamina de polipropileno orientada. EI material de soporte o bien la placa de sustrato es
alimentado por medio de una instalacién de alimentacién a una estacion de recubrimiento, en la que se conduce a
través de un intersticio formado entre un contra rodillo de presion y un rodillo de revestimiento o bien de laminacién y
se encola bajo la accién de las fuerzas de presion generadas por los rodillos por medio de un adhesivo con el
material de revestimiento en forma de banda. El adhesivo es aplicado en este caso sin contacto por medio de una
tobera de ranura sobre el lado trasero de la lamina. Debajo del labio de la tobera ranurada esta dispuesta en este
caso una pareja de rodillos, a través de cuyo intersticio se estira el material de revestimiento, realizandose al mismo
tiempo la aplicacién del adhesivo. Esta pareja de rodillos actia también como calandra de extraccion y esta
constituida por un primer rodillo no accionado regulable en la presiéon y por un segundo rodillo de liberacién. El rodillo
de liberacion es accionado en este caso con un avance de aproximadamente 3 a 10 % con respecto al rodillo de
revestimiento.

En este caso es desfavorable que el lado revestido con adhesivo del material de revestimiento en forma de banda
rodea parcialmente el rodillo de liberacién. En este caso, debe evitarse una tension de traccion de dilatacion o de
deformacion.

Para cortar los salientes de laminas esta prevista una cuchilla de separacién giratoria después del proceso de
laminacién. Antes del proceso de laminacién, en una estacién de limpieza esta prevista una limpieza de las placas
metalicas. La limpieza se puede realizar en este caso mecanicamente, térmicamente o a través de agentes de
limpieza liquidos.

En este caso es un inconveniente que con ninguno de estos métodos de limpieza se consigue una limpieza
suficiente, en particular de placas de sustrato de material de madera o de placas de sustrato de material de madera
con una superficie de plastico, que deben revestirse con laminas de alto brillo.

Planteamiento del cometido

Por lo tanto, el cometido de la presente invencion es mejorar los procedimientos conocidos y los dispositivos
conocidos de tal manera que se puedan laminar especialmente placas de sustrato de material de madera en calidad
suficiente con laminas de PET de alto brillo. También deben evitarse defectos de las superficies como consecuencia
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de contaminaciones y otras deficiencias durante el proceso de revestimiento.
Representacién de la invencion

El cometido con respecto al procedimiento se soluciona en combinacion con el preambulo de la reivindicacion 1
porque la placa de sustrato se limpia en seco en la direccion de transporte delante del rodillo de laminacién en una
estacion de limpieza en una primera etapa con la ayuda de cepillos que cepillan transversalmente unos con respecto
a los otros, bajo la alimentacion de aire de soplado descargado a través de una barra de iones y aspiracion de aire
de salida que contiene polvo fino, y porque en una segunda etapa se limpia himeda la placa de sustrato con
disolventes organicos y con un trapo libre de silicona.

Los cepillos, que cepillan transversalmente entre si sobre toda la anchura de la placa de sustrato mejoran ya el
resultado de la limpieza mecanica. Precisamente en el caso de utilizacién de sustratos de material de madera se ha
mostrado que los cepillos en combinacion con una unidad de aspiracion, que sopla y aspira, conducen a buenos
resultados de limpieza. Es especialmente importante en este caso que el aire de soplado alimentado sea
descargado a través de una barra de iones, con lo que se mejora en una medida considerable el resultado de la
aspiracion.

La limpieza himeda siguiente con disolventes organicos y con un trapo libre de silicona posibilita una limpieza de
contaminaciones como por ejemplo huellas de aspiradores y huellas de dedos.

De acuerdo con una forma de realizacién preferida de la invenciéon, en una tercera etapa se transmite la
contaminacion de la superficie de la placa de sustrato por medio de un rodillo de transmision sobre un rodillo de
limpieza con superficie adhesiva.

De acuerdo con otra forma de realizacion preferida de la invencién, antes de la laminacion se trata la superficie a
laminar de la placa de sustrato por medio de un plasma que sale desde al menos una tobera.

De manera mas sorprendente se ha comprobado que las superficies de melamina o bien de resina de melamina,
gue en otro caso solamente se pueden laminar con dificultad o no se pueden laminar en absoluto, se pueden laminar
con muy buen resultado a través de una limpieza y/o activacion precedente a la laminacion con un plasma de
presion atmosférica, que se alimenta a través de una pluralidad de toberas dispuestas adyacentes sobre la anchura
de la placa de sustrato, hacia la superficie de la placa de sustrato. Si se utilizan toberas de rotacién, éstas pueden
cubrir en cada caso una superficie mayor.

De acuerdo con una forma de realizaciéon preferida de la invencién, en la primera etapa se cepilla con un cepillo
redondo dispuesto transversalmente a la direccion de transporte de la placa de sustrato bajo alimentacién de aire de
soplado con aspiracion simultdnea. Adicionalmente al cepillo redondo, esta previsto un cepillo de espada, que cepilla
con una banda de cepillos circundante, transversal a la direccion de transporte del sustrato, transversalmente a la
direccién de transporte. Puesto que con el cepillo redondo se cepilla en la direccién longitudinal de la placa de
sustrato y con el cepillo de espada se cepilla transversalmente a la direccién longitudinal, existe un efecto de
limpieza considerablemente mejorado.

De acuerdo con otra forma de realizacion preferida de la invencién, en una segunda etapa, se pulveriza el trapo libre
de silicona con el disolvente y se arrolla sobre un rodillo que contacta con la superficie del sustrato desde un rollo de
reserva sobre un rollo usado. De esta manera, se asegura que se limpie continuamente con una superficie del trapo
hdameda limpia. Adicionalmente o también de forma alternativa se puede extender una barra cubierta con un trapo
libre de silicona transversalmente a la direccion de transporte sobre la superficie del sustrato, antes de que se
pulverice un disolvente organico a intervalos regulares. A través de la distribucidon del disolvente organico se
consigue una superficie homogénea y limpia de manera uniforme.

De acuerdo con otra forma de realizacion preferida de la invencion, los cantos de corte laterales de la placa de
sustrato se limpian con un rodillo de contacto. En este caso se retiran los componentes huecos de los cantos de
corte. A través de la carga estatica durante el encolado, estas particulas serian aspiradas sobre la lamina y podrian
conducir a defectos.

De acuerdo con otra forma de realizacion preferida de la invencion, en una tercera etapa, respectivamente, dos
rodillos de transmisién con rodillo de limpieza adyacente estan dispuestos unos detrds de los otros, los cuales
limpian de forma alterna para la limpieza continua. El rodillo de limpieza no utilizado precisamente en cada caso se
puede sustituir entonces y se puede renovar su guarnicion superficial.

De acuerdo con otra forma de realizacién preferida de la invencién, antes de la aplicacion del adhesivo se realiza un
tratamiento previo de la lamina de plastico sobre su lado trasero dirigido hacia la placa de sustrato por medio de un
tratamiento de corona en una instalacion de corona y entre el tratamiento de corona de la lamina de plastico y la
aplicacién de adhesivo se mantiene una diferencia de tiempo de al menos 10 segundos. Con preferencia en este
caso se mantiene una diferencia de tiempo de aproximadamente 20 s. La diferencia de tiempo de 20 s corresponde
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en este caso a una longitud de la lamina entre el lugar del tratamiento de corona y el lugar de la aplicacién de
adhesivo. En este caso, se regula la humedad relativa. La humedad relativa se control, es decir, se mide como valor
real y se adapta a un valor teérico predeterminado.

De acuerdo con una forma de realizacion preferida de la invencion, entre la aplicacion de un adhesivo de fusion
(Hotmelt), por ejemplo un adhesivo de fusion de PUR que se reticula con humedad o un adhesivo de PO, y la
laminacién se mantiene una diferencia de tiempo de al menos 5 s. Con preferencia, se mantiene una diferencia de
tiempo de aproximadamente 15 s. A la diferencia de tiempo de 15 s corresponde aproximadamente una distancia de
las laminas entre la aplicacién de adhesivo y la laminacion de aproximadamente 3000 mm. En este intervalo, el
adhesivo de fusidn que se reticula con la humedad debe absorber la humedad para la reaccién. De esta manera, se
reduce el peligro de una adhesion errénea.

De acuerdo con otra forma de realizacion preferida de la invencion, la velocidad de transporte de las placas de
sustrato es de 0,001 a 0,3 m/min. mayor que la del rodillo de laminacién. A través de la velocidad elevada de las
placas de soporte frente al rodillo de laminacién se tensa la lamina de plastico también durante el proceso de
laminacién. En este caso, las placas de soporte son guiadas sobre traccion.

De acuerdo con una forma de realizacion preferida de la invencion, los salientes laterales de las laminas frente a la
anchura de las placas de sustrato son recortados antes de la laminacion. Esto tiene la ventaja de que se evita una
contaminacioén del rodillo de laminacién.

De acuerdo con otra forma de realizacién preferida de la invencién, se regula la temperatura del rodillo de laminacion
calentable a un valor, que esta por encima de la temperatura de transicion vitrea de la lamina de plastico. La
temperatura de transicion vitrea o temperatura de reblandecimiento (Tg) es la temperatura, a la que el vidrio
presenta la mayor modificacién de la capacidad de deformacién. Esta llamada transicion vitrea separa la zona
elastica energética fragil dispuesta debajo (igual a la zona de vidrio) de la zona elastica de entropia blanda dispuesta
encima (igual a la zona goma elastica). La transicion a la zona de fluencia del plastico amorfo es fluida. En general,
la temperatura de transicion vitrea se incrementa con la densidad de reticulacién del plastico.

De acuerdo con una forma de realizacion preferida de la invencion, delante del rodillo de laminacién se reactiva el
adhesivo de fusion a través de una fuente de calor, por ejemplo placas calefactoras.

El cometido con respecto al dispositivo se soluciona en combinacién con el preambulo de la reivindicacion 14 porque
una estacion de limpieza para la limpieza de la superficie esta instalada delante de las placas de sustrato de la
estacion de laminacioén, porque la estacion de limpieza presenta para la limpieza mecanica unos cepillos que acttan
transversalmente entre si, porque esta previsto un dispositivo de aspiracion, a través del cual se puede alimentar
aire de soplado descargado desde una barra de iones hacia los cepillos y a la superficie y se puede aspirar, y
porgue esta prevista una estacion de limpieza hiumeda, en la que esta dispuesto un dispositivo de pulverizacién para
la pulverizacion con disolventes organicos y un dispositivo para la limpieza de la superficie del sustrato con un trapo
o tira de trapo libre de silicona.

Se ha mostrado que la combinacién de limpieza mecéanica con cepillos que actian transversalmente entre si en
combinaciéon con una limpieza himeda siguiente conduce a una calidad considerablemente mejorada de la
superficie. Ademas, durante la limpieza mecéanica se ha revelado que es especialmente ventajoso un cepillo redondo
dispuesto transversalmente a la direccion de transporte en combinacién con una banda de cepillos que circula
transversalmente a la direccion de transporte hacia la placa de sustrato. Ademas, en este caso se ha revelado como
especialmente ventajosa la alimentacion de aire de soplado, descargado a través de una barra de iones hacia los
cepillos y su aspiracion.

De acuerdo con una forma de realizacion preferida de la invencién, esta prevista una estacion de limpieza en seco
con un rodillo de transmisién para la transmision de la contaminacion de la superficie de la placa de sustrato sobre
un rodillo de limpieza, que esta en contacto con el rodillo de transmision, con superficie adhesiva.

Se ha mostrado que la combinacion de limpieza mecanica, limpieza himeda y limpieza en seco conduce a una
calidad considerablemente mejorada de la superficie.

De acuerdo con una forma de realizacion preferida de la invencién, delante de la estacion de laminacion esta
colocada una instalacion de plasma con al menos una tobera para el tratamiento previo de la superficie de la placa
de sustrato con un plasma de presién atmosférica.

La instalacién de plasma presenta una pluralidad de toberas dispuestas adyacentes sobre la anchura de la placa de
sustrato, a través de las cuales sale plasma aproximadamente a presion atmosférica de una manera conocida en si,
que se puede conducir a la superficie de la placa de sustrato. Con preferencia, las toberas estan configuradas como
toberas de rotacién, que pueden cubrir una superficie mayor. También es posible dejar que el chorro de plasma que
sale desde la tobera no incisa ortogonalmente sino oblicuamente sobre la superficie de la placa de sustrato.
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Otros detalles de la invencion se deducen a partir de la siguiente descripcién detallada y de los dibujos adjuntos, en
los que se ilustran a modo de ejemplo formas de realizacion preferidas de la invencion.

Breve descripcion de los dibujos
En los dibujos:

La figura 1 muestra una representacion esquematica de un dispositivo para el laminado de una placa de sustrato con
una lamina de plastico.

La figura 2 muestra una representacion esquematica de una estacion de limpieza colocada delante del rodillo de
laminacién en contra de la direccién de transporte.

La figura 3 muestra una representacion del cepillo redondo de la figura 2 desde la direccién Il con la cubierta de la
carcasa abierta.

La figura 4 muestra una vista del cepillo de espada de la figura 2 desde la direccion Il con la cubierta de la carcasa
abierta.

La figura 5 muestra una representacion esquematica de otra estaciéon de limpieza, colocada delante del rodillo de
laminacién en contra de la direccion de transporte con una instalacion de plasma, y

La figura 6 muestra una representacion de la estacion de limpieza de la figura 5, cortada a lo largo de la linea VI —
VI, con toberas dispuestas desplazadas unas detras de las otras en dos series de la instalacién de plasma.

Descripcion de los ejemplos de realizacion

Un dispositivo 1 para el laminado de una placa de sustrato 2 con una lamina de plastico 3 estd constituido
esencialmente por una instalacion de corona 4, un dispositivo de aplicacién de adhesivo 5, una estacion de
laminacién 6 y una estacion de limpieza 7.

Como placas de sustrato 2 se emplean especialmente placas de sustrato, que presentan en forma de placas de
virutas de madera, placas de papel prensado o placas de MDF (placa de fibras de madera de densidad media) sobre
al menos un lado una superficie de plastico. Tales placas de sustrato se utilizan especialmente en la industria del
mueble.

Para la consecucién de una superficie de alto brillo se laminan las placas de sustrato 2 con la lamina de plastico 3 en
el dispositivo 1.

Para la generacion de una superficie de alto brillo se utilizan en este caso especialmente laminas de PET de alto
brillo, es decir, laminas de polietileno tereftalato. En este caso se emplean laminas de PET enderezadas
biaxialmente en espesores de 10 a 300 um. Con preferencia, se utilizan espesores de laminas de 75 um. En este
caso, se contemplan los siguientes tipos de laminas:

a) laminas de PET enderezadas biaxialmente, claras como el vidrio o con una ligera turbiedad, sin el empleo de
adhesivos;

b) superficies bonificadas de las laminas, resistentes a friccion y de alto brillo;

¢) laminas impresas:

d) laminas vaporizadas, como espejos, cromadas 0 metalizadas;

e) laminas dobladas, es decir, materiales compuestos en diferentes espesores y tipos.

La lamina de plastico 3 se desenrolla desde un rollo de lamina 8 y se conduce sobre una instalaciéon de corona 4 y
sobre el dispositivo de aplicacion de adhesivo 5 de la estaciéon de laminacién 6. Si la lamina de plastico 3 esta
provista en su lado exterior con una lamina de proteccion 9, se arrolla la lamina de proteccion 9 después del proceso
de laminacion sobre un rollo de lamina de proteccion 10.

En la instalacion de corona 4 se trata de una instalacién conocida por el técnico para la modificacion de la superficie
de plasticos en un procedimiento electroquimico. En el tratamiento de corona, se expone la lamina de plastico 3 a
una descarga eléctrica de alta tension. Esta aparece entre un rodillo pulido 11 puesto a tierra de acero o aluminio y
un electrodo 12 aislado apoyado estrechamente. La lamina de plastico 3 descansa en este caso sobre el rodillo
pulido 11, de manera que solamente se trata el lado trasero 13, dirigido hacia el electrodo 12, de la lamina de
plastico 3. Sobre diferentes rodillos de rodadura 14 se conduce la lamina de plastico 3 al dispositivo de aplicacion de
adhesivo 5.
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En el dispositivo de aplicacién de adhesivo 5 se aplica adhesivo a través de una tobera 15 sin contacto sobre el lado
interior 13 de la lamina de plastico 3. La tobera 15 esta configurada como una tobera ranurada con una salida en
forma de ranura, que se extiende sobre toda la anchura de la tira de lamina. Para conseguir una aplicacion uniforme
sobre la anchura de la tira de lamina o bien de la lamina de plastico 3, se conduce el adhesivo a la salida de la
tobera 15 en forma de ranura a través de una pluralidad de toberas individuales yuxtapuestas o bien valvulas (no
representadas en detalle). Entre la tobera 15 y la lamina de plastico 3 se forma en este caso una pelicula adhesiva.
La tobera aplica sin contacto el adhesivo solamente sobre la lamina de plastico 3 tensada. En este caso, se ha
revelado que es un inconveniente realizar la aplicacion del adhesivo sobre un rodillo que forma una contra presion.
Es decir, que el adhesivo se aplica en una zona, en la que la lamina de plastico 3 no contacta todavia con el rodillo
16 adyacente al dispositivo de aplicacion de adhesivo 5.

Como adhesivo se utiliza un adhesivo de fusién de PUR que se reticula con humedad (PUR-Hotmelt) o un adhesivo
de PO (PO-Hotmelt a base de poliolefinas). El adhesivo debe ser en este caso 6pticamente transparente, de manera
que es practicamente incoloro hasta una capa de 100 um. Se emplean adhesivos que después de aproximadamente
60 se alcanzan una dureza a rotura de 3,0 N, con un verificador de la resistencia Schmiss segun Oesterle, Modelo
435 de Erichsen. Esto es posible a través de cristalizacion o endurecimiento UV. El adhesivo cristalino tiene en este
caso la ventaja de que no es necesario ningin empleo de una fuente de calor adicional.

La dureza a presion debe ser correspondientemente alta, puesto que después de aproximadamente 60 s, se lamina
la lamina de plastico 3. Al cabo de aproximadamente 90 s, la capa adhesiva debe ser resistente al apilamiento. Es
decir, que se pueden apilar, por ejemplo, 50 placas de sustrato 3 con un espesor de aproximadamente 19 mm con
un peso especifico de 800 kg/m3. En este caso, no debe mostrarse ninguna marca a través de la carga de presion.

La distancia entre el punto A, el lugar del tratamiento de corona, y el punto B, el lugar de la aplicacion del adhesivo,
es aproximadamente 4.000 mm de longitud de la lamina, lo que corresponde aproximadamente a una diferencia de
tiempo (tiempo de marcha de la lamina desde A hacia B) de 20 s. Mientras que en la instalacién de corona 4 se
extrae la humedad desde la lamina de plastico 3, se absorbe de nuevo humedad sobre el trayecto hasta la
aplicacion de adhesivo en el punto B. Para una absorcion controlada de la humedad se mide la humedad relativa del
aire y se regula o bien se adapta de una manera correspondiente.

En la estacién de laminacién 6 colocada a continuacion del dispositivo de aplicacion de adhesivo se aplica o bien se
lamina la lamina de plastico 3 con su lado interior 13 sobre la superficie 17 de la placa de sustrato 2 por medio de un
rodillo de laminacion 18 y por medio de un contra rodillo de presiéon 20 colocado opuesto al rodillo de laminacién 18
en el lado trasero 9 de la placa de sustrato 2.

El rodillo de laminacion 18 esta constituido de acero, esta cromado y se puede calentar, El contra rodillo de presion
20 es de un pléastico con una dureza Shore de aproximadamente 70 a 90 Shore. La presion de laminacion es de 1 a
7 bares.

La temperatura del rodillo de laminaciéon es regulable a un valor, con preferencia a 140°C, que esta por encima del
valor de la temperatura de transicion vitrea o bien de la temperatura de reblandecimiento (Tg) de la lamina de
plastico 3.

Delante de la estacién de laminacion 6 esta colocada una fuente de calor 21, en el ejemplo de realizacion de la
figura 1 en forma de una placa calefactora, para la reactivacion del adhesivo aplicado sobre la lamina de plastico 3.

La distancia entre el punto B, el lugar de la aplicacion del adhesivo, y el punto C, el lugar de la laminacion, es
aproximadamente 3.000 mm de longitud de la lamina, lo que corresponde, por ejemplo, aproximadamente a una
diferencia de tiempo (tiempo de marcha de la lamina desde B hacia C)) de 15 s. En esta zona, el adhesivo de PU
absorbe la humedad para la reaccioén.

Delante de la estacidon de laminacidn 6 esta previsto un dispositivo de corte no representado, en el que se cortan o
se separan los salientes de la lamina de plastico 3 frente a la anchura de las placas de sustrato 2 antes de la
laminacién.

Sobre una instalacion de transporte 22 se conducen o bien se transportan las placas de sustrato 2 en el dispositivo
1. Las placas de sustrato 2 son transportadas en la direccion delantera a distancia. La distancia esta entre 3 y 10
mm. De esta manera, no se produce ninguna friccién entre las placas. Con ello se evita la transmision de virutas
pequefias. La instalacion de transporte 22 presenta para la introduccién de las placas de sustrato 2 unos rodillos de
accionamiento, cuya superficie envolvente esta configurada de un material polimero, por ejemplo silicona.

Las placas de sustrato 2 son conducidas sobre traccion. Es decir, que la velocidad de transporte es
aproximadamente 0,001 a 0,3 m/min. mayor que la del rodillo de laminacién 18.

De manera sorprendente se ha mostrado que para la calidad deseada de la superficie es especialmente significativo
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mantener la ldmina de plastico 3 a traccién en todo el dispositivo 1.

Delante de la estacién de laminacién 6 esta dispuesta la estacion de limpieza 7 para la limpieza de la superficie 17
de las placas de sustrato 2. La estacion de limpieza 7 presenta para la limpieza mecéanica dos cepillos 23, 24 que
acttan transversalmente entre si.

Un cepillo redondo 23 dispuesto transversalmente a la direccién de transporte 43 de las placas de sustrato 2 cepilla
en direccion longitudinal, es decir, en la direccion de transporte 43 de las placas de sustrato 2 y un cepillo de espada
24 colocado a continuacion del cepillo redondo 23, cepilla con una banda de cepillos 25, que circula
transversalmente a la direccion de transporte 43 de las placas de sustrato 2.

Ambos capillos 23, 24 estan rodeados por una carcasa 26, 27 abierta hacia la placa de sustrato 2, de manera que se
alimenta a los cepillos 23, 24 a través de su carcasa 26, 27 desde un dispositivo de aspiracion no representado, por
una parte, aire de soplado 28, que ha sido descargado a través de una barra de iones accionada en la corriente de
aire de soplado y, por otra parte, se aspira como aire de salida contaminado 29.

Ademas, esta prevista una estacion de limpieza himeda 30, que presenta un dispositivo de pulverizacién 31 para la
pulverizaciéon con disolventes organicos y un dispositivo 32 para la limpieza de la superficie 17 de las placas de
sustrato 2 con un trapo 33 o tira de trapo libre de silicona. En este caso, el trapo 3 libre de silicona es pulverizado
desde el dispositivo de pulverizacién 31 con el disolvente y es arrollado sobre un rodillo 34, que contacta con la
superficie 17 de las placas de sustrato 2, desde un rollo de reserva 35 sobre un rollo usado 36.

Adicionalmente (o también de forma alternativa), una barra 38 cubierta con un trapo 37 libre de silicona se extiende
transversalmente a la direccién de transporte sobre la superficie 17 de las placas de sustrato 2, delante de la cual se
pulveriza a intervalos regulares un disolvente organico con un dispositivo de pulverizacion 39.

A continuacion de la estacion de limpieza himeda 30 estan alojadas en la direccién de transporte 43 dos estaciones
de limpieza en seco 40, que trabajan de manera alterna para la limpieza continua.

Una estacién de limpieza en seco 40 presenta un rollo de transmisiéon 41, que contacta con la superficie 17 de la
placa de sustrato 2 para la transmisidon de contaminaciones superficiales o bien de contaminaciones superficiales
desde la superficie 17 sobre un rodillo de limpieza 42, que esta en contacto con el rodillo de transmision 41, con
superficie adhesiva. El rodillo de transmision 41 esta constituido al menos en su circunferencia de un plastico de
polimero, por ejemplo de silicona. Tales rodillos de transmisién y de limpieza 41, 42 se conocen a partir del
documento EP 214 741 A2 para la limpieza de laminas fotograficas.

En lugar de la estacion de limpieza en seco 40 o adicionalmente a ella, la estacion de limpieza 7 puede presentar
una instalacion de plasma 44 con toberas 45 (ver la figura 5). En la tobera 45 se genera, por medio de una descarga
de alta tensién (por ejemplo a 5-15 kV, 10-100 kHz) un arco voltaico impulsado. Un gas de proceso, que circula por
delante de un trayecto de descarga, es excitado y es transferido al estado de plasma. El plasma 46 llega a través de
un cabezal de toberas 47 sobre la superficie 17 de la placa de sustrato 2. Para cubrir la anchura de la placa de
sustrato 2, se utilizan en el ejemplo de realizacion de las figuras 5 y 6 dos series de toberas 45 dispuestas unas
detras de las otras en la superficie 17 de la placa de sustrato 2 adyacentes a una distancia. No se ha representado
el generador que pertenece a la instalacion de plasma 44.

Después de la estacion de laminacion 6 esta prevista todavia una instalacion de refrigeracion no representada en
detalle, en la que en funcién del adhesivo utilizado, la placa de sustrato 2 con la lamina de plastico 3 laminada se
puede refrigerar para el endurecimiento mas rapido.

Lista de signos de referencia

Dispositivo

Placa de sustrato

Lamina de pléastico

Instalacién de corona

Dispositivo de aplicacion de adhesivo

Estacién de laminacién

N~ o o~ w N

Estacion de limpieza
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8 Rollo de lamina

9 Lamina de proteccion
10Rollo de lamina de proteccion
11 Rodillo

12 Electrodo

13 Lado interior de 3

14 Rodillos de rodadura
15Tobera

16 Rodillo de 5

17 Superficie de 2

18 Rodillo de laminacion de 6
19 Lado trasero de 2

20 Contra rodillo de presion de 6
21 Fuente de calor

22 Instalacion de transporte

23 Cepillo redondo

24 Cepillo de espada

25Banda de cepillo

26 Carcasa de 23

27 Carcasa de 24

28 Aire de soplado

29 Aire de salida

30 Estacion de limpieza himeda
31 Dispositivo de pulverizacion de 30
32 Dispositivo de 30

33Trapo

34 Cilindro de 32

35Rollo de reserva de 32

36 Rollo usado de 32

37 Trapo

38Barra

39 Dispositivo de pulverizacion
40 Estacion de limpieza en seco
41 Rodillo de transmisién de 40

42 Rodillo de limpieza de 40



43 Direccion de transporte
44 Instalacién de plasma
45Tobera

46 Plasma

47 Cabezal de toberas

ES 2455980 T3
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REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para el laminado de una placa de sustrato (2) con una lamina de plastico (3), en el que se realizan
las siguientes etapas:

a) aplicacion de un adhesivo sin contacto por medio de aplicacion con toberas sobre el lado trasero (13) de la
lamina de plastico (3);

b) laminacién de la lamina de plastico (3) sobre la placa de sustrato (2) por medio de un rodillo de laminacion
(18) y un contra rodillo de presion (20) opuesto al rodillo de laminacion (18) en el lado trasero (19) de la
placa de sustrato (2);

caracterizado porque la placa de sustrato (2) se limpia en seco en la direccion de transporte (43) delante del rodillo
de laminacion (18) en una estacion de limpieza (7) en una primera etapa con la ayuda de cepillos (23, 24) que
cepillan transversalmente unos con respecto a los otros, bajo la alimentacién de aire de soplado (28) descargado a
través de una barra de iones y aspiracion de aire de salida (29) que contiene polvo fino, y porque en una segunda
etapa se limpia himeda la placa de sustrato con disolventes organicos y con un trapo (33, 37) libre de silicona.

2.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque en una tercera etapa se transmite la
contaminacion de la superficie de la placa de sustrato (2) por medio de un rodillo de transmisioén (41) sobre un rodillo
de limpieza (42) con superficie adhesiva.

3.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1 6 2, caracterizado porque antes de la laminacion se trata la
superficie (17) a laminar de la placa de sustrato (2) por medio de un plasma (46) que sale desde al menos una
tobera (45).

4.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque en la primera etapa se
cepilla con un cepillo redondo (23) dispuesto transversalmente a la direccion de transporte (43) de la placa de
sustrato (2), y porque un cepillo de espada (24) colocado a continuacion del cepillo redondo (23) cepilla con una
banda de cepillo (25) circundante, transversal a la direccién de transporte (43) de la placa de sustrato (2),
transversalmente a la direccion de transporte (43).

5.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque en la segunda etapa se
pulveriza el trapo (33) con el disolvente y a través de un rodillo (34), que contacta con la superficie (17) de la placa
de sustrato (2), se arrolla desde un rollo de reserva (35) sobre un rollo usado (36) y/o porque una barra (38) cubierta
con un trapo (37) se extiende transversalmente a la direccién de transporte (43) sobre la superficie (17) de la placa
de sustrato (2), desde la que se pulveriza a intervalos regulares un disolvente organico.

6.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque los cantos de corte
laterales de la placa de sustrato (2) se limpian con un rodillo de contacto.

7.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque en una tercera etapa,
respectivamente, dos rodillos de transmisién (41) con rodillo de limpieza (42) adyacente estan dispuestos unos
detras de los otros, los cuales limpian de forma alterna para la limpieza continua.

8.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque antes de la aplicacion del
adhesivo se realiza un tratamiento previo de la lamina de plastico (3) sobre su lado trasero (13) dirigido hacia la
placa de sustrato (2) por medio de un tratamiento de corona en una instalacion de corona (4) y porque entre el
tratamiento de corona de la lamina de plastico (3) y la aplicacion de adhesivo se mantiene una diferencia de tiempo
de al menos 10 segundos, con preferencia 20 segundos.

9.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque se regula la humedad
relativa.

10.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque entre la aplicacién de
adhesivo de un adhesivo de fusién y el laminado se mantiene una diferencia de tiempo de al menos 5 s, con
preferencia 15 s.

11.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque la velocidad de
transporte de las placas de sustrato (2) es de 0,001 a 0,3 m/min. mayor que la del rodillo de laminacién (18).

12.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque se recortan los salientes
de la lamina de plastico (3) frente a la anchura de las placas de sustrato antes de la laminacion.

13.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque la temperatura del
rodillo de laminacién (18) calentable se regula a un valor que esta por encima de la temperatura de transicion vitrea
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de la lamina de plastico (3).

14.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque delante del rodillo de
laminacién (18) se reactiva el adhesivo de fusion a través de una fuente de calor (21).

15.- Dispositivo para el laminado de una placa de sustrato (2) con una lamina de plastico (3), que presenta un
dispositivo de aplicacion de adhesivo (5) para la aplicacion con toberas sin contacto de un adhesivo, una estacion de
laminacién (6) con un rodillo de laminacién (18) y un contra rodillo de presion (20) opuesto al rodillo de laminacion
(18), asi como una instalacion de transporte (22) para las placas de sustrato (2), caracterizado porque una estacion
de limpieza (7) para la limpieza de la superficie (17) esta instalada delante de las placas de sustrato (2) de la
estacion de laminacion (6), porque la estacion de limpieza (7) presenta para la limpieza mecéanica unos cepillos (23,
24) que actuan transversalmente entre si, porque esta previsto un dispositivo de aspiracién, a través del cual se
puede alimentar aire de soplado descargado desde una barra de iones hacia los cepillos (23, 24) y a la superficie
(17) y se puede aspirar, y porque esta prevista una estacion de limpieza hiumeda (30), en la que esta dispuesto un
dispositivo de pulverizaciéon (31, 39) para la pulverizacion con disolventes organicos y un dispositivo (32) para la
limpieza de la superficie del sustrato con un trapo (33) o tira de trapo libre de silicona.

16.- Dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 15, caracterizado porque esta prevista una estacion de limpieza en
seco (40) con un rodillo de transmisién (41) para la transmisién de contaminacion de la superficie de la placa de
sustrato (2) sobre un rodillo de limpieza (42), que esta en contacto con el rodillo de transmision (41), con superficie
adhesiva.

17.- Dispositivo de acuerdo con la reivindicacién 15 6 16, caracterizado porque delante de la estacion de laminacion
(6) esta instalada una instalacién de plasma (44) con al menos una tobera (45) para el tratamiento previo de la
superficie (17) de la placa de sustrato (2) con un plasma de presion atmosférica.
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Fig. 6

14



	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

